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KIM JESTESMY

Toten Serwis Polska to firma
szkoleniowa zatozona w 2015 roku
przez Pawta Przysztego. Od ponad 10
lat specjalizujemy sie w prowadzeniu
praktycznych szkolen z lutowania
technikami SMD, PTH i BGA,
pomagajac kursantom zdobyc¢ cenne
umiejetnosci w precyzyjnym
montazu i naprawie uktadow
elektronicznych.

Nasze szkolenia tgcza solidng wiedze
teoretyczna z intensywna praktyka,
dzieki czemu uczestnicy sg gotowi do
pracy zgodnie z najnowszymi
standardami branzowymi.

Nasza wiedza | metodyka szkolen
opierajg sie na wieloletnim
doswiadczeniu w montazu
podzespotow elektronicznych w
technologii mieszane;.

Jako firma elastyczna i mobilna,
oferujemy szkolenia bezposrednio u
klienta na terenie catej Polski.
Dzieki temu mozemy dostosowac
program kursu do indywidualnych
potrzeb firmy, jej sprzetu oraz
specyfiki produkciji.

Nasze szkolenia skierowane sa
zarowno do 0sob rozpoczynajacych
sSwWo0ja przygode z lutowaniem, jak i
doswiadczonych elektronikow, ktorzy
chcag doskonalic swoje umiejetnosci i
poznawac nowoczesne techniki
montazu.

Ktadziemy duzy nacisk na precyzje,
Jjakosc wykonania i ergonomie pracy,
co jest kluczowe w zawodzie
elektronika.

Jesli chcesz podniesc swoje
kwalifikacje i zdobyc¢ praktyczna
wiedze - zapraszamy do wspotpracy!




DLA KOGO?

Kurs lutowania SMD i BGA-CSP jest przeznaczony dla wszystkich, ktdorzy chca
zdobyc¢ lub udoskonali¢ swoje umiejetnosci w zakresie montazu i naprawy
podzespotdw elektronicznych w skali micro.

Szkolenie obejmuje zarowno multimedialng czesc teoretyczng, jak i praktyczne
¢wiczenia z lutowania elementéw SMD i BGA-CSP, co pozwala na
kompleksowe opanowanie technik niezbednych przy naprawach urzadzen
GSM.

Program kursu zostat opracowany tak, aby sprosta¢ wymaganiom réznych
grup uczestnikow — oferujemy dwa poziomy kursu: podstawowy oraz
zaawansowany. Pierwszy to 16 godzin zajec przeprowadzonych w ciggu 2 dni,
drugi to 3 dni intensywnych ¢wiczen.




PROGRAM KURSU

CZESC
TEORETYCZNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Czesc teoretyczna szkolenia prowadzona jest w formie prezentacji i
koncentruje sie na trzech gtdwnych obszarach:

1. Normy Obowiagzujgce w Procesie Lutowania:

- Wprowadzenie do miedzynarodowych norm jakosciowych i przemystowych, takich jak
IPC-A-610, ktére reguluja standardy montazu komponentdow elektronicznych.

- Omowienie kluczowych wymagan dotyczacych jakosci potgczen lutowniczych w
technologii SMD i BGA-CSP.
2. Lutowanie:

- Przeglad podstawowych poje¢ zwigzanych z lutowaniem SMD oraz BGA-CSP

- Zasady doboru odpowiednich narzedzi i materiatéw lutowniczych oraz znaczenie profiléow
temperaturowych w procesie lutowania.

- Wprowadzenie do technik lutowania, ktére zapewniaja niezawodnos¢ i trwatos¢ potaczen
elektronicznych.

3. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP):

- Zasady bezpiecznego wykonywania prac lutowniczych, w tym srodki ochrony przed ESD.



PROGRAM KURSU

CZESC
PRAKTYCZNA

CWICZENIA Z LUTOWANIA SMD | BGA-CSP

Czesc¢ praktyczna szkolenia odbywa sie w formie intensywnych
¢wiczen praktycznych, ktére pozwalajg uczestnikom na zdobycie
realnych umiejetnosci w montazu komponentéw elektronicznych.

1. Montaz SMT:

- Cwiczenia z montazu elementéw SMD przy uzyciu lutownicy grotowej oraz stacji hot-air,
z naciskiem na precyzje i poprawnosc¢ techniczna.

- Uczestnicy naucza sig, jak efektywnie lutowac¢ mate komponenty, zapewniajac stabilne i
trwate potgczenia na ptytkach drukowanych - w tym jak lutowa¢ komponenty wrazliwe na
temperature, a takze elementy w skali micro.

2. Montaz BGA-CSP:

- Cwiczenia z montazu chipéw BGA, obejmujace lutowanie z wykorzystaniem stacji hot-air.

- Praktyczne porady dotyczace doboru odpowiednich grotéw lutowniczych oraz technik
lutowania, ktére minimalizuja ryzyko uszkodzenia komponentow.

Podczas czesci praktycznej uczestnicy beda mieli okazje stosowac zdobyta wiedze
teoretyczna w realnych scenariuszach, co umozliwi im rozwinigcie i doskonalenie
umiejetnosci lutowania elementdow elektronicznych w skali mikro.

Po zakonczeniu szkolenia kazdy uczestnik bedzie posiadat solidne podstawy zarédwno
teoretyczne, jak i praktyczne, ktére pozwolag mu na skuteczne i bezpieczne
przeprowadzanie montazu oraz naprawy urzadzen elektronicznych w technologii SMT i
BGA-CSP.



SZCZEGOLOWY PROGRAM KURSU

Czes¢ Teoretyczna:

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

- Srodki ochrony uzywane podczas lutowania
- ESD i EPA - metody minimalizacji ryzyka wystapienia ESD poprzez zastosowanie stref EPA

TOPNIKI:

- Sktad chemiczny topnika

- standaryzacja topnikdw wg J-STD-004, MIL-F-14256, ISO 9454-1, DIN 8511
- rola czystosci jonowej

STOPY LUTOWNICZE:

- Gatunki stopdw lutowniczych

- Stopy bezotowiowe (lead free) i charakterystyka wygladu

- Wady oraz korzysci ze stosowania stopdw bezotowiowych

- Stopy otowiowe - charakterystyka

- Stopy otowiowe - ograniczenia prawne

- Regulacje prawne - UE, Chiny, USA

- Dobre oraz zte strony lutowania przy uzyciu stopéw zawierajacych otow

PASTY LUTOWNICZE:

- magazynowanie past lutowniczych
- parametry past lutowniczych
- zasady uzywania past lutowniczych

LUTOWANIE:

- Definicja lutowania oraz terminologia proceséw lutowniczych
- Czym rozni sie modyfikacja, naprawa i przerdbka

- Rola standardoéw IPC w produkcji elektroniki

- Podziat na klasy produktéw elektronicznych

- Rodzaje i dobdr grotéw lutowniczych

ANOMALIE LUTOWNICZE | PROBLEMY W PROCESIE LUTOWANIA:

- Czym sg anomalie lutownicze i jak ich unikac¢?

- Rozpuszczanie miedzi podczas procesu lutowania i jego konsekwencje
- Migracja elektrochemiczna i sposoby ochrony przed jej skutkami

- Wptyw zanieczyszczen na stopy lutownicze



Czesc¢ Praktyczna:

- Dobo6r odpowiednich narzedzi

- Przygotowanie ptytki drukowanej pod montaz BGA-CSP

- Montaz BGA-CSP, w tym reballing

- Przygotowanie PCB pod montaz elementéw SMD

- Pozycjonowanie elementéw SMD

- Montaz powierzchniowy SMT przy uzyciu lutownicy grotowej

- Lutowanie z wykorzystaniem mikroskopow cyfrowych

- Pozycjonowanie elementéw SMD

- Demontaz SMD, w tym elementéw wrazliwych na temperature przy uzyciu stacji hot-air
- Wykorzystanie plecionki miedzianej

- Przeprowadzanie inspekcji wizualnej przy uzyciu mikroskopu cyfrowego

- Poprawianie potaczen przy uzyciu lutownicy grotowej oraz stacji hot-air

CZAS TRWANIA

Kurs podstawowy to szkolenie sktadajace sie z czesci teoretycznej oraz
praktycznej. trwa 16 godzin lekcyjnych i przeprowadzone jest w ciggu 2 dni
(z czego 14 godzin poswieconych jest praktycznej nauce lutowania).

Kurs zaawansowany to jeszcze wiecej praktyki - 3 dni lutowania Hot-air, obstugi

preheaterdow i stacji lutowniczych. (24 godziny zajec, z czego az 22 godziny to
lutowanie precyzyjne, elementow w skali micro).



